
研究と調査の可能性を広げる

ZEISS Xradia 630 Versa X線顕微鏡
優れたアクセシビリティで生産性向上と機能拡張を実現

zeiss.com/630-versa
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XRMのユーザー層が世界中で拡大する中、Versaは、世界トップレベルの研究機関
で最新の研究に取り組む少数のユーザーを支える存在から、様々なレベルのスキ
ルを持つ幅広いユーザー層が利用する、日々の特性評価プロセスの一部となりま
した。私たちの日常生活に影響を及ぼす、増え続ける課題に対して新たなソリュー
ションを生み出すため、かつてないほど広範にわたる試料があらゆるレベルで研
究・解析されています。

研究と調査の可能性を広げる

ZEISS Xradia 630 Versa 3D X線顕微鏡（XRM）
は、ユーザーの研究の可能性を広げます。
画期的な分解能に加え、直感的なユーザー
エクスペリエンスによりかつてないアクセシ
ビリティを実現するほか、高スループット、
高速結果取得により生産性を向上します。
さらに、革新的な AIを活用することで、こ
れまでにない多種多様な試料の研究が可能
になり、初心者からエキスパートまで様々
なスキルレベルに対応する全く新しいアプ
リケーションの可能性が開かれます。

ZEISS Xradia 630 Versaの登場により、従来
の X線顕微鏡では答えが得られなかった試
料の詳細が明らかになり、新たな問いがさ
らに生まれることでしょう。
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よりシンプル、インテリジェントかつインテグレートされたシステム

ユーザーエクスペリエンスの進化
X 線イメージングの仕組みは複雑です。
ZEISS XRMの研究者はユーザーの習慣を調
査し、現場の課題を掘り下げ、人間中心設
計（HCD）を採用して、初心者でも多忙な
環境ですぐに生産性を上げられるようにし
ました。ZEISS Xradia 630 Versaの新たなユー
ザーインターフェースである NavX ™は、イ
ンテリジェントなシステムインサイトを用
いて自動化されたワークフローによりユー
ザーをガイドします。これにより、簡単か
つ効率的に実験結果が得られるとともに、
経験豊富なユーザーは、プラットフォーム
の汎用性を最大限活用できます。さらに、
NavX File Transfer Utility（FTU）が顕微鏡で
作成されたデータを自動的に他の場所に転
送するため、ユーザーは必要な時に任意の
場所でデータを閲覧可能です。

画期的な分解能
ZEISS Xradia 630 Versa XRM は、40X-Prime
（40X-P）対物レンズの高いエネルギー性
能により、サブミクロンイメージングの
限界をこれまでにないほど押し上げます。
RaaD™（Resolution at a Distance）技術を
搭載した ZEISS Xradia Versaプラットフォー
ムでは、様々な種類と広範なサイズのサ
ンプルを高分解能でイメージングすること
ができます。40X-P対物レンズを搭載し、
30 kV ～ 160 kV で 450 ～ 500 nmという
圧倒的な分解能を実現した本システムによ
り、研究者は全く新しいアプリケーション
で進化した RaaD 2.0技術を活用できるよ
うになったのです。

生産性の向上
ZEISS Xradia 630 Versaは、これまでにない方
法でユーザーと施設の生産性を向上させま
す。その鍵を握るのは 3つの基本性能です。
1. 新たに構築設計された NavXのユーザー
エクスペリエンスは、高度な XRM技術
を新たに取り入れ、トレーニングにかか
る費用を削減します。これにより、幅広
い層のユーザーが、使い始めてすぐに
XRMイメージングの力を活用できます。

2. 試料に合わせて作業を自動化し、ワーク
フローを可視化することで、初心者から
エキスパートまで、すべてのユーザーが
効率的に結果を取得することが可能です。

3. AIベースの ZEISS DeepScoutにより、こ
れまでにないレベルで試料を分析できる
ようになりました。分解能と視野の依存
関係が解消され、これまで不可能だった
新たなアプリケーションが実現します。

NavXはインテリジェントなシステムインサイトを用いて、自
動化されたワークフローにおいてユーザーをガイドし、より
簡単かつ効率的に結果が得られるようにします。

2つの対物レンズの同じｋ Vでの最高分解能を、高 kVで比較。40x、800 nm（左）および 40X-P、500 nm（右）。いずれも 120 kVで、
管電圧が低い ZEISS LE6フィルタ（1.3 mmのアルミニウムに相当）を使用。
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バックグラウンドテクノロジー

妥協のない最高の分解能
X線コンピュータトモグラフィーには、2つ
の大きな課題があります。1つはサイズが
大きく作動距離が長い試料の分解能を保
持すること、もう 1つは分解能と X線強度
を最大化してスループットを向上させるこ
とです。こうした課題に対処するには、画
期的なイノベーションを始め、最適化され
た設計とシステムの統合が欠かせません。
ZEISS Xradia 600シリーズ Versaは、2段階
拡大技術と高強度 X線源技術を統合するこ
とでこれを解決します。

ZEISSの XRMは、分解能を、顕微鏡性能の
最も有意義な指標である実際の空間分解能
として規定しています。空間分解能とは、

イメージングシステムによって 2つの物体
を分離できる最小間隔を指します。これは
通常、隣り合った線同士の間隔を段階的
に小さくした、標準分解能テストターゲッ
トをイメージングして測定します。新しい
40X-P対物レンズは、30～ 160 kVの X線
管電圧で 450～ 500 nmという優れた分解
能を発揮し、サブミクロンイメージング分
解能の業界基準を押し上げます。

ZEISS Xradia 630 Versaは、40 nmの最小達
成可能ボクセルサイズと、既存技術に比べ
10%向上した 450 nmの空間分解能を実現
しました。

低

ZEISS Xradia 600
シリーズ Versa従来の microCT

スポットサイズ

出
力
／
ス
ル
ー
プ
ッ
ト

高分解能

従来のmicroCTシステムの分解能 ZEISS 3D X線顕微鏡（XRM）の向上した分解能

スポットサイズ スポットサイズによってボケが生じる 独自の 2段階拡大技術により、性能がスポットサイズ
に制限されない

試料サイズ 試料サイズが小さい場合のみ高分解能観察が可能 ZEISS RaaD技術により、様々な試料サイズと作動距離
で最高レベルの分解能を達成

試料の種類 低加速電圧の X線ビームを用いた小型の低 Z試料
に限定される

エネルギー調整され、コントラストが最適化された検
出器により、幅広い種類と密度の試料で高い分解能だ
けでなく内部トモグラフィーも実現

スループット／ 
X線強度

スループット／ X線強度を高めるにはスポットサイ
ズが大きくなければならず、分解能が制限される

分解能を損なうことなく、より強度の高い高速スキャ
ンが可能。さらに、ZEISS DeepReconや OptiReconなど
のオプションモジュールを使用すればスループットが最
大 10倍向上。深層学習ベースの ZEISS DeepScoutなら、
大型試料の再構成を 100倍の速度で実現

装置のセット 
アップ

操作上の様々なニーズに応じて、複数の X線源ター
ゲット／フィラメントを設置する必要がある

X線源は様々な検出器とアプリケーション分野に対応し
動作するよう設計されており、手動でハードウェアを再
設定する必要がない

ZEISS 40X-Prime対物レンズ（青色）は、高い管電圧でも X線
を効率的に可視光線に変換するため、金属のような高 Z物質
のイメージングや最高分解能の内部トモグラフィーが可能。
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バックグラウンドテクノロジー

人間中心設計に基づいたアクセシビリティ
NavXの設計にあたり、ZEISSは、バイアス、
補正方法、回避策など、ユーザーが直面す
る問題や課題を確実に理解するために XRM
のユーザーを調査しました。このデータを
もとに、当社の専門家チームは、初心者で
も簡単かつ効率的に実験結果を得られるよ
うに、ビルトインガイダンス、自動化され
たワークフロー、インテリジェントなシス
テムインサイトからなる体系的なアプロー
チを開発しました。

また、熟練したユーザーは、NavXで大幅
な効率化を実現し、ZEISS Xradia 630 Versa
の汎用性を最大限活用することができま
す。NavXは、ワークフローの自動化を可
能にするとともに、パラメータの選択が設
定に与える影響について、ユーザーにガイ
ダンスを提供します。ガイダンスはソフト
ウェアに直接組み込まれているため、自然
にわかりやすく選択肢が提示されます。

NavXには特別な可視化機能があり、分解
能、視野、スループットなどのパラメータ
が互いにどう影響するかを理解するのに役
立ちます。

NavX File Transfer Utility（FTU）により必要
な時に必要な場所で顕微鏡データにアクセ
スできるため、システムからワークステー
ションへデータを手動で転送したり、ハー
ドディスクに保存して持ち運んだりする必
要がありません。

加えて、NavXには、Volume Scout機能を
備えた 3Dビューアが搭載されています。
これにより、3Dボリュームの試料でさらに
効率的に RaaD技術を使用することができ、
高分解能のイメージングでターゲットとな
る特定の関心領域をピンポイントで特定で
きます。

さらに、NavXは遠隔操作にも対応してい
るため、ユーザーの生産性が向上します。

XRMユーザー層の拡大を受けて開発された
直感的なナビゲーションが、高度な相関ワー
クフローの計画と実行を補完するシームレ
スな統合ワークフローで X線ナビゲーショ
ンとコントロールに変革をもたらします。

NavXは、自動化ワークフローにおいてインテリジェントなシステムインサイトを用いてユーザーをガイドするため、初心者でも安心
して使用できます。
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バックグラウンドテクノロジー

高強度 X線源がもたらす多くのメリット
ZEISS Xradia 600シリーズ Versaは、従来の
機種をはるかに上回る高い X線強度を実
現する画期的な高出力（25 W）X線源技
術を搭載しています。Xradia 500シリーズ
Versaのスポットサイズ性能はすでに世界レ
ベルの精度を誇りますが、新しい X線源は
そのスポットサイズ性能を保ちつつ、改良
された熱管理、強度とスループットの向上
によって性能の限界を押し拡げます。新し
い X線源制御システムにより、X線源の応
答性が向上し、迅速なスキャン設定が可能
となり、快適で満足度の高いユーザエクス
ペリエンスを提供します。

Xradia 500および 600シリーズ Versaは、
高度に最適化された透過式密閉管を用いた
X線源技術を活用しています。開放型の低
真空な X線源システムではフィラメントを
頻繁に変更する必要がありますが、この最
新システムでは X線源が密閉されているた
め、高真空でフィラメント寿命が長くなり、
交換回数を減らすことができ、コストや時
間の削減、エラーを回避できます。

600シリーズ Versaの技術的進歩は、X線
源の安定性と信頼性を向上させると同時
に、高強度の X線を実現します。

高 X線強度によって以下が可能に：
• より高速なトモグラフィースキャン
• より多くの試料測定
• より多くの関心領域へのアクセス
• より高いコントラスト／ノイズ比
• より明瞭な回折パターン
• 長時間スキャン／マルチスキャンの
ワークフロー（in situ測定、DSCoVer、 
画像のスティッチング、DCT） 10 W X線源 25 W X線源

ZEISS Xradia 600シリーズ Versa X線源

高出力であるほど X線量は多くなるため、個々のアプリケー
ションにおいて優れた画像をより迅速に取得できます。
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バックグラウンドテクノロジー

高強度 X線により、スループットが最大 
2倍に
3D X線画像は、一連の 2D X線画像から
作成されるため、イメージングの際は試料
を一定の露光時間、X線光子数で露出す
る必要があります。X線強度が高いほど投
影ごとの露光時間が短くなり、全体として
トモグラフィースキャンにかかる時間が短
縮されます。25 Wの高出力源を搭載した 
ZEISS Xradia 600シリーズ Versaは、定評あ
る Versaサブミクロン分解能の性能を損な
うことなく、さらに高速なスキャンを実現
します。スループットがどの程度向上する
かは、試料の種類によって異なります。高
密度、大型、高 Zの試料を透過してイメー
ジングするには、ZEISS Xradia 630 Versaが
提供するような高い X線エネルギーが必要
です。Versaの高出力（25 W）源は、分解
能を損なうことなく、高エネルギー（kV）
で優れた性能を発揮します。

典型的なトモグラフィー取得設定に基づく Xradia 600シリーズ Versaの代表的なスループット向上率。 
数値は試料や用途により異なります。

一般的な X線顕微鏡イメージングの用途

Xradia 500シリーズ Versa 
と比較した出力増加倍率

Xradia 500シリーズ Versaと比較したスループット向上度予測
ベースライントモグラフィースキャン

< 2時間 > 2時間

30～ 60 kV    1x～ 1.3x    1x～ 1.2x    1x～ 1.3x

60～ 90 kV 1.3x～ 1.5x 1.2x～ 1.3x 1.3x～ 1.4x

90～ 120 kV 1.5x～ 1.8x 1.3x～ 1.4x 1.3x～ 1.5x

120～ 160 kV 1.8x～ 2.5x 1.4x～ 1.7x 1.5x～ 2x

天然資源 材料科学 電子産業 ライフサイエンス

30～ 60 kV 小型の石（1 mm） ポリマー、木 カメラレンズ部品 小型の骨（< 5 mm）、 
昆虫

60～ 90 kV 中型の石（5～ 10 mm） 繊維複合材、電極 パッケージから出された 
コンポーネント、電池電極

中型の骨 
（5 mm～ 10 mm）、歯

90～ 120 kV 大型の石（25 mm） コンクリート、 
セラミックス

多層プリント基板 大型の骨（> 10 mm）、顎

120～ 160 kV コア全体（100 mm） 電池全体、金属 インタクトなデバイス、
パッケージ、電池

化石
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作動距離（mm）― 試料の半径と同等
X線源から試料回転中心部までの距離

Resolution at a Distance (RaaD™)

Xradia Versa XRM

分
解

能
 (µ

m
)

幾何学的拡大率に基づいたマイクロ CT

切断されていない試料
（リンゴ）

X 線源

フラットパ
ネル検出器

a

b

幾何学的拡大 = (a + b) / a

切断されていない試料
（リンゴ）

X 線源

CCD 検出器

シンチ
レーター

ZEISS 独自の光学系

a
b

光学的拡大

幾何学的拡大 = (a + b) / a
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バックグラウンドテクノロジー

ZEISS X線顕微鏡が研究にもたらすメリット
ZEISS Xradia Versaは 2段階拡大技術により、様々な試料サイズと種類に対
して、長い作動距離でのサブミクロン分解能のイメージング（RaaD）が可
能です。従来のマイクロ CTと同様に、画像はまず幾何学的に拡大されま
すが、投影された画像はシンチレーターによって、X線像から可視光像に
変換されます。その可視光像がさらに光学対物レンズによって拡大され、
CCD検出器に届くという仕組みです。

拡張フラットパネル（FPX）を ZEISS Xradia 630 Versa X線顕微鏡に追加す
ることで、汎用性はさらに高まります。この検出器設計の組み合わせによ
り、幅広いサイズ・種類の試料を効率よく正確に観察できます。Versaで
はより多くの X線光子を利用でき、分解能を損なうことなく、あらゆるサ
イズの試料についてより早く結果が得られます。

従来の microCT技術。分解能を得るためには、試料を X線源に近付ける必要があります。 ZEISS XRMの 2段階拡大技術。試料は X線源からの距離に関わりなくイメージングされるため、 
より大きな試料の内部をより高い分解能で非破壊的にイメージングすることが可能になります。
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バックグラウンドテクノロジー

はっきりとしたコントラスト
イメージングにおいて特徴を正確に可視化・
定量化するには、必要な細部を明らかにする
優れたコントラスト機能が必要となります。
ZEISS Xradia Versaは、測定が難しい、低原子
番号（低 Z）材料や軟組織、ポリマー、琥珀
に内包された生物の化石などの低コントラス
トの材料であっても、柔軟でコントラストの高
いイメージングを実現します。

3D X 線顕微鏡 (XRM) の Xradia Versaファミ
リーは、コントラストを高める機能を複数採
用しているため、材料イメージングをより柔
軟に行うことができます。これら独自のシス
テム機能により、ZEISS X線顕微鏡は、イメー
ジングの難しい様々な材料に優れたコントラ
ストを提供します。

1. より高い吸収コントラスト：ZEISSの検出器シ
ステムは、高度に調整された複数の独自の検
出器で構成されています。各検出器はコント
ラストを生じる管電圧の低い X線光子を最大
限に収集できるよう最適化されています。

2. 調整可能な伝搬位相コントラスト：独自の位
相コントラストモダリティは X線の屈折を測
定します。この点が、X線の吸収を測定する
標準的な吸収コントラストとは異なります。
位相コントラストにより、吸収コントラスト
の低い材料であっても、ビジュアライゼーショ
ンが可能となります。

3. Xradia 630および 620 Versa専用のデュ
アルスキャンコントラストビジュアライ
ザ（DSCoVer）は、2つの異なる X線エ
ネルギーで撮影したトモグラフィーの情
報を組み合わせることで、単一のエネル
ギー吸収画像で得られた情報を拡張しま
す。DSCoVerは、有効原子番号と密度に
基づく X線と物質の相互作用を利用して
います。これが材料判別において独自の
機能を提供し、例えば岩石内部に含まれ
る鉱物の差異や、シリコンとアルミニウ
ムなどの識別が難しい元素を見分けるこ
とができます。

梨のイメージング。吸収コントラストでは細胞壁が見えない
のに対し（左）、位相コントラストでは正常な細胞と石細胞の
細胞壁が細かく見えます（右）。

単一のエネルギースキャンでは、アルミニウムとシリコンがほぼ同一に表示され（左）、非常に似たグレースケールのコントラストを示
します。DSCoVerを使用すると、粒子の分離が可能になります。3Dレンダリングはアルミニウム／緑、ケイ酸塩／赤を示しています（右）。
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異常粒成長を示すアームコ鉄試料。試料ご提供：Prof. Burton R. Patterson, University of Florida, US

300 µm

ZEISS LabDCT Pro – 結晶解析が研究室
で可能に
ZEISSは、Xradia 630および 620 Versa専用
の LabDCTオプションにより、史上初とな
る研究室ベースの回折コントラストトモグ
ラフィーイメージングを実現します。独自
の結晶粒イメージング解析技術が、結晶方
位や微細構造の 3D非破壊マッピングを可
能にします。従来の 2D金属組織学観察に
縛られることなく 3D結晶粒配向を直接ビ
ジュアライゼーションすることで、金属合
金、地質材料、セラミックスまたは医薬品
などの多結晶材料の特性評価の新たな次元
を切り開きます。

• LabDCT Proは、数多くの大結晶粒に関す
る統計から、結晶方位差や曲率などのパ
ラメーターを含む局所的な個別の粒界解
析まで、総合的な 3D微細構造解析を可
能にします。4Dイメージング実験により
微細構造変化を観察し、粒界移動と粒成
長プロセスを追跡できます。シンクロト
ロン実験が研究室で可能になり、数日、
数週間、または数ヶ月に及ぶ長期間の経
時的研究をすることも可能です。腐食、
クリープまたは疲労の観察に特に適して
います。

• 短い取得時間で大量のデータ（粒径、形
態、方位など）を非破壊で定期的に取
得します。複数の LabDCTスキャンをス
ティッチングし、結晶粒の数値モデリン
グの検証と改善に不可欠となる、大結晶
粒の統計を生成します。

• 3Dの結晶学的情報と、吸収または位相
トモグラフィーで確認した欠陥や析出物
など 3Dの微細構造の特徴を組み合わせ

ます。モダリティを組み合わせて、結晶
粒、ボイド、介在物、その他形態の細部
の間の構造特性関係を把握します。

• LabDCT Proは、対称性の高い立方晶系
を始めとする、単斜晶系材料などの低対
称性の結晶系に属する試料にも対応し 
ます。

粒界
曲率

粒界
結晶方位差

粒界
通常
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LabDCTのセットアップ図

ZEISS LabDCT Proの仕組み
Xradia 630および 620 Versaの LabDCT Pro
オプションは、完全統合型解析モジュール
です。X線源の前のアパーチャーを通して
試料に X線が照射され、サンプル吸収情報
と回折情報の両方が、高分解能検出システ
ムで記録されます。ダイレクトビームを遮
断して回折信号のコントラストを高めるた
め、ビームストップがセットアップに加えら
れています。3D結晶学的情報（粒径、形態、
位置や方位など）は、GrainMapper3Dソフ
トウェアを使用して再構成されます。

LabDCT Proの高度なイメージングモ
ジュール
• 専用ハードウェア：アパーチャー、ビー
ムストップ

• Scout-and-Scan：統合型の画像取得機能
• GrainMapper3D：先進的でインタラクティ
ブな結晶構造再構成ソフトウェア

• 専用の高性能ワークステーション

Al4Cu合金の吸収および結晶粒情報。 
ご提供：Prof. Masakazu Kobayashi, Toyohashi University  
of Technology, Japan
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ZEISS Advanced Reconstruction Toolbox
ZEISS Advanced Reconstruction Toolbox（ART）
は、ZEISSの最新の再構成技術を継続的に利
用できる革新的なプラットフォームで、研
究を充実させ、ZEISS 3D XRMの投資利益率
を高めることができます。

AIを用いたこれらの独自技術を活用するこ
とで、X線物理学やカスタマーアプリケー
ションに対する理解を深め、新たな革新的
方法でイメージングの最も難しい課題を解
決することができます。これらのオプショ
ンモジュールはスタンドアローンのソリュー
ションなので、アクセスしやすく使い勝手に
優れています。

ZEISS DeepScout
ZEISS DeepScoutは、高分解能 3D顕微鏡デー
タセットを低分解能大視野のデータセット
のトレーニングデータとして使用し、ニュー
ラルネットワークモデルで大容量データを
アップスケーリングします。ZEISS DeepScout
は、ZEISSの AIインフラストラクチャによる
継続的なアルゴリズムイノベーションによっ
て開発されており、独自の Scout-and-Zoom
機能により、大型サンプルの内部トモグラ
フィーなどの豊富な情報を高分解能で取得
します。

これにより、全体像を示す大きなスキャン
を取得し、ZEISS DeepScoutの再構成アルゴ
リズムにフィードして、Zoomスキャンに近
い分解能をより広い視野で得られるように
なりました。ZEISS DeepScoutは、根本的に、
マルチスケールで空間的に登録されたデー
タセットを生成し、それを用いてニューラ
ルネットワークのトレーニングを行い、再
構成を向上させる機能に依存しています。

ディープラーニングを活用した新機能が、
従来の視野と分解能のトレードオフ問題を
軽減します。

ZEISS DeepRecon
ZEISS DeepReconは初めて商品化された深
層学習再構成技術で、RaaD機能を犠牲に
することなく、スループットを最大 10倍向
上させることができます。あるいは同じ投
影枚数において画質を向上させます。ZEISS 
DeepReconにより、XRMが提供する膨大な
データに隠された有意性を見い出すことが
できるほか、AIを用いた高速かつ高品質な
イメージングが可能になります。

ZEISSのDeepRecon技術は、
1) ZEISS DeepRecon Pro
2) ZEISS DeepRecon Custom
の 2つに搭載されており、どちらも AIを活
用してこれまでにないスピードで優れた画
質を提供します。

*    画像品質とは、コントラスト／ノイズ比のことで、再構築技術の相対的性能を示します。
** 大視野と全視野 

FDK OptiRecon DeepRecon Pro DeepScout
標準的な解析画像再構成 反復再構成 AI（深層学習）ベースの再構成

スループット 1x 最大 4x 最大 10x 最大 100x

画像品質 *
標準 良好 最高 LVOV、FVOV**を超えるかつ

てない高画質

使いやすさ
最小 パラメータの 

最適化が必要
ワンクリックソリューション 簡単設定

慣れ親しんだ 
Scout-and-Zoom、 
使いやすい NavX
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ZEISS DeepRecon
AIベースの ZEISS DeepRecon Proは、幅広い
アプリケーションで優れたスループットと画
質を実現します。独自の試料や半反復／反
復ワークフローに応用可能で、非常に使い
やすいインターフェイスを介して、新しい機
械学習ネットワークモデルをお客様ご自身
で作成できます。ZEISS DeepRecon Proのワ
ンクリック・ワークフローなら、機械学習
の専門知識は必要なく、初心者でもすぐに
使用可能です。ZEISS DeepRecon Customは、
繰り返し測定を行うアプリケーションの
XRMパフォーマンスを ZEISS DeepRecon Pro
以上に向上させることを特に目的としてい
ます。ZEISSはお客様と緊密に連携し、繰り
返し測定におけるニーズに的確に対応する
カスタムのネットワークモデルを開発してい
ます。ZEISS DeepScoutおよび DeepRecon Pro 
は、Advanced Reconstruction Toolbox 用 の
AI Superchargerパッケージの一部として提
供されます。

ZEISS PhaseEvolve
ZEISS PhaseEvolveは、特許出願中の処理後再
構成アルゴリズムであり、密度が低度～中
等度の試料や高分解能データセットでは位
相効果によって不明瞭になりがちな、X線顕
微鏡特有の物質のコントラストを明らかにし
て画像コントラストを向上させます。再構成
データのコントラストが高まることで、より

良いセグメンテーションが可能となり、さら
に精度の高い解析を行うことができます。

ZEISS Materials Aware Reconstruction 
Solution（MARS）
MARSは、再構成中の構成要素を感知する
再構成アルゴリズムです。研究室での X線
再構成における課題として、白色 X線を用
いたイメージングでは、複数の X線エネル
ギーが発生し、線質硬化と呼ばれる現象が
発生することが挙げられます。この現象が
及ぼす影響は、非常に高密度の物質が、比
較的低密度の物質に埋没されている場合に
特に問題となります。MARSは、非常に密
度の高いオブジェクト間領域で過度な線質
硬化の影響を補正する方法を再構成システ
ムに指示します。

これは、骨や組織の隣にあるインプラント
を観察する生体材料などのアプリケーショ
ンで重要です。また、電子製品の場合、プ
リント基板上に極めて高密度なはんだボー
ルと低密度の材料があるため、強いアーチ
ファクトが発生します。MARSは、これら
の影響を補正して画像を再構成します。

ZEISS PhaseEvolveおよび MARSは、ARTの
Artifact Reductionパッケージを構成してい
ます。

ZEISS OptiRecon
ZEISS OptiReconは、アルゴリズムベースの
高速かつ効率的な技術です。デスクトップ
からの反復再構成が可能で、従来と同等の
スループットでスキャン時間を最大 4倍短
縮させ、画質の向上を実現します。

ZEISS OptiReconは、様々な試料に対し、優
れた内部トモグラフィーと高いスループッ
トを提供する経済的なソリューションです。

ZEISS OptiReconと DeepReconが組み合わ
さって ARTの Reconパッケージを構成して
います。
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DeepScoutによる単一の全視野画像は 1.6時間以内に生成されました。高分解能スキャン 1枚の所要時間は 2.5時間でした。DeepScoutスキャンとして同じボリュームのデータを取得するには、スキャン
27回分または 67.5時間が必要になります。

低分解能 高分解能 ZEISS DeepScout

ZEISS DeepScout

ZEISS DeepScoutでは、何度も高分解能スキャンを行う必要がなく、どこでも広視野で高分解能を得ることができます。上の DeepScoutの例では、データ取得に要した時間はわずか 3時間でした。通常の
方法では、ボリュームの大きい高分解能データを取得するのに少なくとも 81時間必要です。DeepScoutの画像は、市販の A12スマートフォン制御基板におけるはんだ接合部の疲労損傷を明示しており、
実際の高分解能スキャンと同等の画質を達成しています。
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ZEISS DeepScout：水の生成と燃料電池の性能に影響を及ぼす重要な微細構造の特徴を明瞭に示す、試料画像全体の高分解能データ
を取得

ZEISS DeepScoutを使用せずにイメージングした固体高分子形燃料電池（PEFC）の膜／電極接合体の画像 ZEISS DeepScout不使用

ZEISS DeepScout：大豆の花。試料ご提供：Keith Duncan, 
Donal Danforth Plant Science Center

ZEISS DeepScout

100 µm

100 µm
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スマートウォッチ用電池の画質改善に ZEISS DeepRecon Proを使用。ZEISS DeepRecon Proによって、粒子電極体とポリマー電池セパレー
タの明瞭度が向上しました。また、電解液が飽和した陽極など、画像ノイズで見えなくなっていた特徴も復元可能です。

標準的な再構成（FDK）：スキャン時間 9時間（投影数 3001） 標準的な再構成（FDK）：スキャン時間 53分（投影数 301） ZEISS DeepRecon Pro：スキャン時間 53分（投影数 301）

ZEISS DeepRecon Proを使用してセラミックスマトリックス複合材（CMC）試料のスループットを向上させた例。画質を損なうことなく 10倍のスループット向上を達成。これにより、in situ試験において時
間分解能が大幅に改善しました。

ZEISS DeepRecon Pro

標準的な再構成（FDK） ZEISS DeepRecon Pro

100 µm 100 µm 100 µm

1 mm 1 mm
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ZEISS PhaseEvolve

100 µm

100 µm 100 µm

レーヨン繊維を 1.5 µm/voxelの分解能でイメージング。ZEISS PhaseEvolveで処理した結果、繊維長に沿って放射状の孔が広範に分布
していることが明らかに。試料ご提供：Dr. Sherry Mayo & Dr. David Fox, CSIRO, Australia

ZEISS PhaseEvolveを医薬品粉末試料に使用した例。高分解能
または低加速電圧イメージングでは、位相差アーチファクトに
よって、固有の材料コントラストが不明瞭になることがありま
す。ZEISS PhaseEvolveは、位相フリンジを効果的に除去して、
画像のコントラストを高め、セグメンテーション結果を改善し
ます。試料ご提供：Dr. Parmesh Gajjar, TEVA Pharmaceuticals, UK

標準的な再構成
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ZEISS Material Aware Reconstruction Solution（MARS）で線質硬化を軽減

ZEISS MARS不使用 ZEISS MARS不使用 ZEISS MARS不使用

ZEISS MARS使用時のカメラモジュール画像 ZEISS MARS使用時の半導体パッケージ画像 ZEISS MARS使用時の生体インプラント画像

100 µm

100 µm1 mm 1 µm

1 µm1 mm
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ZEISS OptiRecon

標準的な再構成：スキャン時間 90分（投影数 1200） 標準的な再構成：スキャン時間 22分（投影数 300） OptiRecon：スキャン時間 22分（投影数 300）

電子機器試料向けワークフローで確認された ZEISS OptiReconの性能をご覧ください。ZEISS OptiReconでは、スマートフォンカメラレンズの組込みの問題点を 4倍の速度で解析可能です。

1 mm 1 mm1 mm
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構造が複雑な短い側に対して、 
HARTの投影間隔と密度を最適化。

DRAMチップ：HART不使用時（左）と比較して、HART使用時（中央）は、同じイメージ
ング時間でもより優れた画質が得られます。HART不使用時（左）と比較して、HART使用時
（右）は、スキャン時間を半分にしても同等の画質が得られます。HARTを調整することで、
より優れた画質またはハイスループットを達成できます。

110 µm110 µm 110 µm

HART不使用 – 1時間 HART使用 – 1時間 HART使用 – （30分）

ZEISS Xradia 630 Versa専用自動フィルターチェンジャー（AFC）
には、13の標準フィルターと、11のカスタムフィルターのス
ロットを搭載。

バックグラウンドテクノロジー

より高いスループットを実現 – 結果取得 
までの時間を短縮
高強度 X 線と高度な再構成技術による
高速トモグラフィースキャンに加えて、 
ZEISS Xradia 630および 620 Versa独自の革
新的な高アスペクト比トモグラフィ（HART）
モードにより、半導体のパッケージや基板
など平らな試料におけるスループットが向
上します。HARTは、投影の間隔調整を可
能にします。つまり、平らな試料の広い側
に沿って収集される投影像が少なく、薄い
側に沿って収集される投影像が多くなりま
す。試料内の X線透過距離が長い投影像
の撮影間隔を狭く、透過距離の短い像の間
隔を広くすることにより豊富な 3Dデータ
が得られ、画像取得時に充実した情報が提
供されます。

また、HARTを調整し、より高いスループッ
トや優れた画質を強調することで、画像取
得速度が最大 2倍になります。パワフルな
デュアルGPUワークステーションに加えて、
この高速取得モードが、画像再構成時間を
最大 40%加速します。オプションの拡張
フラットパネル（FPX）を追加すると、超
大型試料（最大10倍）でより高いスループッ
ト（2～ 5倍）を実現します。

困難な試料のイメージングが簡単に
X線のエネルギースペクトル調整は通常、X
線源フィルターを使って行われます。ZEISS 
Xradia Versaにはいずれも13個のフィルター
のセットが標準装備されています。ZEISS 

Xradia 630 Versaシステムには自動フィル
ターチェンジャー（AFC）が搭載されている
ため、フィルターを人の手を使わずともシー
ムレスに交換でき、使いやすさが向上しま
す。AFCには標準フィルターに加えて、フィ
ルターを追加できる空きスロットが 11個あ
り、材質や厚さが異なる複数のフィルター
など、X線源フィルターをカスタマイズして
使用できます。AFCはこれらのフィルターを
収容し、各ワークフローについて選択した
ものを NavXでプログラムおよび記録するこ
とが可能です。X線源フィルターが全く必
要ない場合は、AFCの便利なカットアウト
機能を使って、試料を X線源にさらに近付
けてスループットを高めることができます。
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標準視野モードでより高い分解能（ボクセル 2倍）を実現。

6インチステレオスピーカーのような大きな試料も広視野モー
ドでイメージングできます。

バックグラウンドテクノロジー

大型試料を柔軟にイメージング
広視野モード（WFM）は、横方向に延長さ
れた視野に投像を水平にスティッチングす
るのに使用します。この技術により、特定
の視野に対して高いボクセル密度（約 2倍）
が実現し、サイズの大きな試料については
横方向の広視野によりこれまでの 3倍の大
きさとなる 3D体積に対応します。

どの ZEISS Xradia Versaシステムも、0.4倍
の対物レンズで WFMに対応できます。ま
た Xradia 630 Versaシステムは、4倍の対
物レンズのWFMにも対応可能です。

別々のトモグラフィーを縦につないで 1
つの長いトモグラフィーにする Vertical 
Stitching（縦方向画像スティッチング）を
WFMと組み合わせると、幅高さ共に標準
視野よりも大きな試料をイメージングでき
ます。
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バックグラウンドテクノロジー

試料操作効率の向上
サブミクロン 3D X線顕微鏡 ZEISS Xradia Versa
シリーズ全機種で利用可能なオプションであ
るオートローダーを使用すれば、ユーザーの
作業量を最小化しつつ装置を最大限に活用で
きます。また、複数のジョブを自動で実行す
ることにより、ユーザーの試料操作回数が減
り、生産性が高まります。試料ステーション
は 14個まで積載可能、最大 70個の試料に
対応します。キューに入れ、終日またはシフ
ト時間外でも稼働させることができます。

ソフトウェアを用いて、並べ替え、キャン
セル、優先度の高い試料を挿入するための
キューの停止などを柔軟に行えます。NavX
ユーザーインターフェースのメール／テキ
スト通知機能は、キューの進行状況をタイ
ムリーにお知らせします。さらに、オート
ローダーにより同一の試料を繰り返し大量
にスキャンすることも可能です。

オートローダーオプションを使用すると、一度に最大 70個の試料の連続測定が可能に。
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FPX
40 mm Recon
20 µm Voxel

0.4x RaaD

60 mm Recon
20 µm Voxel

81 mm Recon
28 µm Voxel

125 mm Recon
43 µm Voxel RaaD 4x

幅 6.5 mm x 高さ 6.5 mm 

単独視野の再構成画像比較

RaaD 0.4x
幅 50 mm x 高さ 50 mm

40 mm Recon
20 µm Voxel

4x

EXTENDED IMAGING RANGE

SAME FOV
HIGHER RESOLUTION

LARGER FOV
SAME RESOLUTION

FPX フラットパネル
幅 140 mm x 高さ 93 mm 

0.4x
FPX
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バックグラウンドテクノロジー

大型試料のハイスループットイメージング
オプションの ZEISS拡張フラットパネル（FPX）は、ZEISS最高の画像品質で大型試料のハイス
ループットスキャンを実現します。FPXは、産業・学術研究向けオールインワンシステムとし
てイメージングの柔軟性を高め、ワークフローを効率化します。

Scout-and-Zoomは ZEISS X線顕微鏡独自の機能です。FPXを使用すると、様々な種類の試料
において低分解能で広視野の「Scout」スキャンを実行し、より高い分解能の「Zoom」スキャ
ンで内部の関心領域を特定することができます。Volume Scoutワークフローは、このプロセ
スを NavXで合理化します。

Versaの 2段階拡大対物レンズを用いた Resolution at a Distance（RaaD）がこの強力な技術を実現
し、複数のアプリケーションにおいて関心領域の正確な特定に使用できます。アプリケーション
例として、インタクトな骨内の小柱骨の特定領域、大きな半導体パッケージ内部にある特定のは
んだバンプ、複合材試料中のクラックやボイドの特定領域などのイメージングが挙げられます。

ZEISS OptiReconや DeepRecon Proなどの高度な再構成技術により、画像取得時間を増やすこ
となく困難な「Zoom」スキャンの画像品質を向上させると同時に、ZEISS DeepScoutが「Scout」
スキャンの画質を向上させ、FOVでの分解能を提供します。

異なる対物レンズを用いて再構成した単一 FOV画像の比較。

大型試料をイメージング（Scout）し、内部の関心領域を高分解能かつハイスループットで測定（Zoom）。

FPX仕様

フラットパネル検出器 
アレイ

3072ピクセル x 1944ピクセル

シングル FOV 直径 140 mm

高さ 93 mm

自動スティッチングによる
最大視野

直径 140 mm

高さ 165 mm



›   概要

›   特長

›   アプリケーション

›   システム構成

›   技術仕様

›   サービス

24

FPX

FPX

0.4x

0.4x

4x

4x

2 cm 5 mm 1 mm

200 µm 20 µm

バックグラウンドテクノロジー

FPXを用いた大型試料向け Scoutワークフロー
3段階の Scout-and-Zoomワークフロー。FPXで広視野を素早くスキャンし、RaaD対物レンズで関心領域をズームします。

試料：熊の顎、長さ 15 cm

試料：ホッケー用スティック繊維強化複合材
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200 µm

引張力 = 50 N 引張力 = 140 N 引張力 = 186 N

バックグラウンドテクノロジー

In Situインターフェースキットを XRMに
追加し、実験の可能性を広げる
科学の進歩を目指し、限界を超え続ける
ZEISS Xradia Versaソリューションは、高圧
フローセルから引張、圧縮、加熱ステージ
まで、in situ測定の可能性を無限に広げる
業界最高の 3Dイメージングソリューション
を提供します。ZEISS X線顕微鏡は、独自の
技術で最先端の in situ測定を可能にします。

研究において様々な種類の in situ測定を
行うためには、試料を X線源からより離す
必要がありますが、従来の microCTシステ
ムでは、測定での分解能が著しく制限され
ます。ZEISS XRMは独自の 2段階拡大技術
を用いた Resolution at a Distance（RaaD）
技術により、in situイメージングにおいて
最高レベルの分解能を実現します。オプ
ションの In Situインターフェースキットは、
Xradia Versa全機種に追加できます。

キットには、機械統合キット、堅牢な配線
ガイド、その他の機能（フィードスルー）、
またScout-and-Scanユーザーインターフェー
ス内からの操作を簡素化する、レシピベー
スのソフトウェアが含まれます。可変環境
条件においても分解能を損なわない光学技
術を利用した Xradia Versa上の in situデバ
イスで、最高水準の安定性、柔軟性、制御
力を是非ご体感ください。

業界最高の in situソリューションがさらに進化：Debenの熱機械ステージによる in situキット追跡

レーザー溶接鋼の引張試験における荷重の増加。このデータ
は、表面の粗い欠陥から発生し広がる亀裂と、内部ボイドの
広がりを明らかにしています。試料ご提供：Sandia National 
Laboratories
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バックグラウンドテクノロジー

Dragonfly Pro：定量解析結果を視覚的に把握
Dragonfly Proは、Object Research Systems（ORS）
の高度な 3Dビジュアライゼーション・解析ソ
フトウェアであり、XRM、SEMおよび FIB-SEM
データ処理を目的として、ZEISSのみが提供し
ています。高度な画像処理アルゴリズムと最
先端のボリュームレンダリングを組み合わせ
ることで、高精細な観察と強力なデータ定量
解析を可能にします。使いやすさ、クラス最
高の画像セグメンテーションツールキット、無
限の拡張性を備えた Dragonfly Proは、他と一

ワークフローに合わせてツールを最適化：位置合わせ精度の制御、相違点のマッピング、外観のカスタマイズを可能にするプラグインを選
択できます。ZEISS Xradia Versa顕微鏡でイメージングしたセラミックス複合材。試料ご提供：Dr. David Marchall, University of Colorado, US

線を画すツールです。複数の顕微鏡で取得
したマルチスケールの画像をインポートし
て、Dragonfly Proの最先端相関イメージング
プラットフォームのメリットをご活用くださ
い。2D・3Dでの画像記録、再サンプリング
などの様々な画像処理ツールと統合された
最新鋭の画像フィルターにより、アーチファ
クトなしのイメージングが可能になり、その
結果は一目瞭然です。

静止画や 2D動画として洞察に富んだスク
リーンショットをキャプチャして共有したり、
Dragonfly Proの 3D Movie Makerでインパクト
が強い 3D動画を簡単に取得したりできます。

Dragonfly Pro内蔵の機械学習エンジンが困
難な試料のセグメンテーションも解決し、
インタラクティブなペイントや輪郭ツール
がキュレーションと細かい編集を容易にし
ます。さらに、ワークフローを記録し、必
要に応じてバッチでも再生できます。カス
タム Pythonコードを作成して、ソフトウェ
アを高度にカスタマイズされた堅牢なソ
リューションに仕立てることも可能です。

使い方はいたってシンプルで、それでいて必
要とされる定量解析結果と視覚的印象を確
実に提供します。Dragonfly Proで、2D/3Dデー
タの生産性向上を実感してください。

主なメリット：
• 使いやすさ
• 画像のセグメンテーション
• マルチモーダル（XRM、SEM、FIB-SEM）
• 堅牢なワークフローのスクリプトとバッチ
処理

• マルチスケール
• 定量解析
• 動画
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バックグラウンドテクノロジー

カスタム使用向け Python API
ZEISS XRM Python APIには、Versa X線顕微
鏡とのインタラクション向けのオプション
機能があります。Pythonスクリプトに使用
できる APIは 3種類あり、各ユースケース
に応じて顕微鏡とインタラクションを行い
ます。

• Basic APIモジュールは、モーターの移動
や対物レンズの切り替えなど、顕微鏡と
インタラクションを行うための手段を提
供します。

• Recipe APIモジュールには、レシピを変
更および実行してデータを取得する機能
があります。

• Basic Data Set APIモジュールでは、取得
または再構成によって生成されたデータ
の読み取りが可能です。

Python APIを制御システムにシームレスに
統合することで、装置の制御機能が拡張さ
れ、研究の生産性と質が向上します。
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バックグラウンドテクノロジー

ZEISS SmartShield – 試料を保護し、 
実験の設定を最適化
ZEISS SmartShieldは、ZEISS NavX制御シス
テム内で稼働し、試料と顕微鏡を保護しま
す。ボタンをクリックするだけで試料がデ
ジタルの保護膜で覆われます。この自動ソ
リューションによって、試料を安心して X
線源や検出器に近付けることができます。
ZEISS SmartShieldを用いれば、初心者も熟
練したユーザーも同様に、スムーズな試料
設定ワークフローに沿って Versaシステム
を効率的に活用できる上に、試料の形状に
合わせたガイダンスを受け取れます。

透明度の高い試料、反射する試料、平坦
な試料、あるいは直径 1 mm以下の試料の
保護に ZEISS SmartShield Liteをご利用くだ 
さい。

ZEISS SmartShieldの機能：
• NavX内に完全に統合された高速保護膜
作成機能

• 3D認識技術により試料と機器の安全性
を確保

• 設定時のオペレーターの業務効率向上

ZEISS SmartShieldは、試料を仮想的に包み込み、試料、X線源および対物レンズを保護します。
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ZEISS X線顕微鏡のアプリケーション例： 
材料研究

一般的なタスクとアプリケーション例
• 3D構造の特性評価
• 不良のメカニズム、劣化現象、内部欠陥
の観察

• 複数の長さスケールでの特性観察
• 微細構造変化の定量化
• 加熱、冷却、乾燥、濡れ、引張、圧縮、
膨潤、離水、その他のシミュレーション 
環境試験の影響を把握するために、in situ 
4D（経時変化）試験を実施

ZEISS Xradia 600シリーズ Versaの 
メリット
• 2D表面イメージングでは観察できない、
深部に埋まった微細構造まで非破壊で観
察。組成コントラストにより、低 Z材料
または原子番号の近い元素やその他の識
別しにくい材料を調査

• 非破壊 in situイメージング実験では長い
作動距離でも分解能を維持

• FPXで高速・効率的な Scout-and-Zoom
技術をさらに強化。高分解能イメージン
グを行う関心領域を決定するため超大型
試料をマクロスケールで観察

• スループットの高速化により試料実行数
がアップ。データの質の向上と試料統計
数の増加を実現

• 学術的な共用施設ではスキャンの高速化
によってより多くのユーザーが使用でき、
装置の利用率が向上

試料全体

関心領域

高分解能

in situ機械的試験に使用される、ドッグボーン形状のセラミックスマトリックス複合材料（CMC）の試料。Scout-and-Zoomワークフロー
を使用して、試料を複数の倍率で非破壊的にイメージング。局所構造の変化を高分解能で特定して、ターゲットを定めて観察できます。
試料ご提供：Dr. David Marchall, University of Colorado, US

100 µm100 µm

1 mm

1 mm
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100 µm

ZEISS X線顕微鏡のアプリケーション例： 
材料研究

TRISO（3構造等方性）燃料粒子の 3Dレンダリング。外側の
SiCと熱分解カーボン層の亀裂がオレンジとマゼンタで示され
ている。試料ご提供：Dr. Peter Hosemann, UC Berkeley, CA, US

乳糖（比較的大きい粒子）と医薬品 API 粒子（ここでは
API は「active pharmaceutical ingredients」 の 略、1 ～ 5 µm
の微細粒子）を含有する混合粉末の 2D 仮想断面。ZEISS 
PhaseEvolveで処理することで、セグメンテーションと粒子分
布の定量分析が可能。試料ご提供：Dr. Parmesh Gajjar, TEVA 
Pharmaceuticals, UK

燃料電池用高分子電解質膜内電極集合体の 3D断面画像。ガ
ス拡散層の緑色と赤紫色の繊維のうねり、青色の微多孔膜層、
黄色の触媒、および赤色の電解質膜が観察可能。

セラミックマトリックス複合材料試料の 3Dレンダリング。赤
紫色のセラミックコーティング保護層切除部分内部で、オレ
ンジ色と白色でコーティングされた繊維が確認可能。試料ご
提供：Dr. David Marshall, CU Boulder, CO, US

ZEISS Xradia Versa X線顕微鏡の伝播段階のコントラストモー
ドでイメージングしたレーヨンポリマー繊維束の 3Dレンダリ
ング。黄色部分は、高分解能で収集された内部トモグラフィー
を ZEISS PhaseEvolveで処理し、マイクロボイドを強調表示し
たもの。

100 µm 1 mm 100 µm

100 µm
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1 mm 100 µm 2 mm

2 mm200 µm

ZEISS X線顕微鏡のアプリケーション例： 
材料研究

アディティブマニュファクチャリング用の Ti-6Al-4V原料パウ
ダー

コンクリート中の複数の相の局所高分解能トモグラフィーと
セグメンテーション

アディティブマニュファクチャリングによる格子構造。試料
ご提供：Kavan Hazeli, Mechanical and Aerospace Engineering, 
The University of Alabama, Huntsville, US

炭素繊維強化高分子複合材 複数の長さスケールでイメージングした多孔質泡沫ガラス
製断熱材。試料ご提供：M.B. Østergaard, Dr. R.R. Petersen 
and Prof. Y. Yue (Aalborg University, DK), and Dr. J. König  
(Jozef Stefan Institute, Slovenia)
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X線顕微鏡のアプリケーション例： 
リチウムイオン電池

一般的なタスクとアプリケーション例
• プロセスレシピの作成とサプライチェー
ン管理：効果的にサプライヤー管理を行
うため、インタクトな試料の検査を実施。
性能や寿命に影響を与える可能性のある
プロセスレシピの変更やコスト削減

• 安全性と品質の検査：破片、粒子の形成、
電気接点のバリ、高分子セパレーターの
損傷の同定

• 寿命と経時変化効果：経時変化効果の縦
断的研究

ZEISS Xradia 600シリーズ Versaの 
メリット
• Resolution at a Distanceにより、インタク
トなパウチや円筒形電池を高分解能でイ
メージングでき、何百もの充電サイクルに
わたって経時変化効果の縦断研究が可能

• これほど忠実にインタクトな電池をイ
メージングできるのは本製品のみ

• Scout-and-Zoomにより、高分解能での観
察が必要な関心領域が特定可能

• 600シリーズでは、高分解能スキャン時
間が大幅に短縮

• ZEISS DeepScoutでは、大型試料の高分
解能内部トモグラフィーが可能

1 mm 50 µm

小型パウチ型電池：0.4xオーバービュースキャン、 
4x Resolution at a Distance

2D仮想断面 40X-Prime検出器を用いて 80 kVでイメージング
し、DeepRecon Proで再構成した内部画像。高密度陰極粒子
と低密度黒鉛陽極の両方に微細粒子と亀裂が観察できる。

DeepRecon Proによって再構成した小型パウチ型電池の 2D仮
想断面。陰極粒子、陽極粒子、セパレータ高分子膜および金
属箔（集電体）などが、積層する電極全体から確認できる。



›   概要

›   特長

›   アプリケーション

›   システム構成

›   技術仕様

›   サービス

1 mm

1 mm 1 cm

50 µm
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X線顕微鏡のアプリケーション例： 
リチウムイオン電池

大型パウチ型電池（120 kV）：不良解析、膨張、漏れ、電解
質ガスの発生 

インタクトな円筒型電池 （160kV）：溶接バリ、金属介在物、
導電層の折れとねじれ

小型パウチ型電池（80kV）：In situ微細構造、カソード結晶
粒レベルにおける経時変化、セパレーター層

インタクトな 18650リチウムイオン電池内の経時変化



›   概要

›   特長

›   アプリケーション

›   システム構成

›   技術仕様

›   サービス

300 µm

20 µm

クラック

クラック
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ZEISS X線顕微鏡のアプリケーション例： 
電子機器と半導体パッケージ

一般的なタスクとアプリケーション例
• 2.5D/3Dおよび同種統合パッケージを含
む先端的な半導体パッケージのプロセス
開発、歩留まり向上、信頼性試験のため
の構造不良解析の実施

• 比較解析、特許権侵害訴訟およびサイ
バーセキュリティを目的とした、IC（集
積回路）パッケージレイアウト、回路相
互接続およびプリント基板のイメージン
グおよび解析

ZEISS Xradia 630シリーズ Versaの 
メリット
• 物理的断面積と同等の画期的な分解能と
スキャン速度で、高度な半導体パッケー
ジの内部欠陥を非破壊でイメージング

• 直感的に操作できる NavXのユーザーイ
ンターフェースと合理的なワークフロー
により、あらゆるレベルのユーザーの操
作効率が向上

• 広視野（FOV）でのスループットの高速
化により、不具合とその根本原因を特定
する時間が短縮されるため、より多くの
試料の測定が可能となり、パッケージン
グ開発、比較解析、サイバーセキュリティ
アプリケーションに貢献

左：22 x 26 mmの EMIB（embedded multi-die interconnect bridge）パッケージのインターコネクトを可視化。 
右：EMIBパッケージの直径 30 µmのマイクロバンプの仮想断面。40X-Prime対物レンズ（オプション）を用いて 0.32 µm/voxelで取得。

熱サイクルしたスマートフォン SIP制御基板のはんだ疲労クラック。2.5 µm/voxelの解像度で非破壊的に可視化し、特性評価を実施。



›   概要

›   特長

›   アプリケーション

›   システム構成

›   技術仕様

›   サービス

100 µm
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ZEISS X線顕微鏡のアプリケーション例： 
電子機器と半導体パッケージ

左：1.4 µmのボクセル分解能でイメージングした 15層 DRAM（ダイナミック・ランダム・アクセス・メモリ）のパッケージ。 
右：マイクロバンプの仮想断面。ボンド線の厚さは 15 µm。 



›   概要

›   特長

›   アプリケーション

›   システム構成

›   技術仕様

›   サービス

1 mm 100 µm ボイド 1 mm
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ZEISS X線顕微鏡のアプリケーション例： 
アディティブマニュファクチャリング

一般的なタスクとアプリケーション例
• 適切なプロセスパラメータ決定に必要な
アディティブマニュファクチャリングパウ
ダーベッドにおける粒子の詳細な形状、
サイズ、体積分布解析

• アディティブマニュファクチャリング部
品の微細構造解析のための高分解能、非
破壊のイメージング

• 形式的な CADの表示との比較用の 3Dイ
メージング

• 溶融していない粒子、高 Z介在物、ボイ
ドの検出

• 他の方法では測定不可能な、内部構造の
表面粗さ分析

ZEISS Xradia 600シリーズ Versaの 
メリット
• Scout-and-Zoom技術で、試料を操作する
ことなく内部構造に素早くアクセス

• スループットの高速化により、アディ
ティブマニュファクチャリングプロセス
チェーンに沿った品質検査が可能

• トップクラスのサブミクロン分解能によ
り、プロセスパラメータの解析と材料特
性の評価が可能

複数のスケールでアディティブマニュファクチャリングしたインコネル格子の 3Dレンダリング。5 mmの試料全体を 5 µm/voxelでイ
メージングした後、0.4 µm/voxelで 40X-Prime検出器を用いて 140 kVで対象の欠陥領域をイメージングし、ZEISS DeepRecon Proで再
構成。高分解能画像によって、低分解能では可視化できないクラックやボイドが確認可能。

複数のスケールでアディティブマニュファクチャリングし
たインコネル格子の 2D 断面。試料全体を 5 µm/voxelで
イメージング。1 µm/voxelで 4倍の検出器を用いて単独の
ノードをイメージングした後、40X-Prime検出器を用いて 
0.4 µm/voxel、140 kVで対象の欠陥領域をイメージングし、 
ZEISS DeepRecon Proで再構成。

0.4 µm/voxel
クラック



›   概要

›   特長

›   アプリケーション

›   システム構成

›   技術仕様

›   サービス 1 mm

100 µm
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試料全体のスキャン
直径 10 mm 
（ボクセル分解能：約 11.5 µm）

関心領域のスキャン
2 mm 
（ボクセル分解能：約 1.2 µm）

XRMによる表面評価 共焦点顕微鏡により検認された評価

ZEISS X線顕微鏡のアプリケーション例： 
アディティブマニュファクチャリング

Ti-6Al-4V試験試料の ISO 25178に基づく表面粗さ評価。XRMと ZEISS Smartproof 5共焦点顕微鏡はいずれもほぼ同様の結果を示しています。試験部品ご提供：LZN and Liebherr, Germany

ボクセル分解能 3.9 µmでA205アディティブマニュファクチャ
リング用粉末の異なる品質をイメージング。

アディティブマニュファクチャリングで製造されたアルミニウ
ム歯車の内部構造：ボクセル分解能 3 µmの画像により、溶
融していない粒子、高 Z介在物、小さなボイドを確認。試料
ご提供：Timo Bernthaler, University of Aalen, Germany

アディティブマニュファクチャリングで製造されたアルミニ
ウム歯車の総合的な特性評価により、介在物や細孔、CAD
モデルと相対的な寸法の偏差が明らかに。試料ご提供： 
Timo Bernthaler, University of Aalen, Germany

クリックしてビデオを見る

https://zeiss.wistia.com/medias/rudxkho8sg


›   概要

›   特長

›   アプリケーション

›   システム構成

›   技術仕様

›   サービス

25 mm 4 mm 2 mm
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ZEISS X線顕微鏡のアプリケーション例： 
原材料

ZEISS Xradia 600シリーズ Versaの 
メリット
• 石のデジタルシミュレーション、in situ多
相流体の研究、3D鉱物学、研究室ベー
スの回折コントラストトモグラフィー 
（ZEISS LabDCT Pro）に適した、最高精度
の 3Dナノスケールサポート

• 大型試料（中心部 4インチ）をハイスルー
プットでマルチスケールイメージング、
特性評価およびモデリング

• スループットの向上により測定時間が短
縮され、研究前後のボトルネックを軽減

• より優れたデータ品質でシミュレーショ
ンの質も向上

• 高出力により、不完全または対称性の低
い結晶からでも高いシグナル／ノイズ比
の回折パターンを生成可能

• ZEISS Xradia 630 Versa と Mineralogic 3D
を組み合わせて、鉱物同定、鉱物単体分
離試験、貴重な試料の非破壊イメージン
グ、CTによる自動定量鉱物解析を実行

砂岩中心部のマルチスケール非侵襲的特性評価：巨視的イメージング、高品質の非侵襲的内部トモグラフィーおよび統合された細孔
スケール解析結果（細孔の分離を示す）

一般的なタスクとアプリケーション例
• マルチスケールでの細孔構造と流量の 
分析

• in situ流量計を用いた細孔スケールにお
ける流量の直接測定

• ZEISS LabDCT Proを用いた結晶構造解析
• 全 3D再構成による粒子分析

• 採鉱プロセスの改善：採鉱を効率化する
ための尾鉱分析、熱力学的浸出研究、鉄
鉱石ペレットなど鉱業生産物の QA/QC分
析の実施

• 鋼や他の金属の粒子配向解析



›   概要

›   特長

›   アプリケーション

›   システム構成

›   技術仕様

›   サービス

200 µm200 µm

100 µm 200 µm
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ZEISS X線顕微鏡のアプリケーション例： 
原材料

約 26,000の黄鉄鉱結晶粒群の中から同定された個別の金結
晶粒

分離したかんらん石の従来法による吸収コントラスト像

油（最も濃い位相）–塩水（中間色の位相）–方解石 
（最も薄い色の位相）システムの in situ接触角度測定

ZEISS LabDCTを用いて同定された、分離したかんらん石の個
別の部分結晶粒



›   概要

›   特長

›   アプリケーション

›   システム構成

›   技術仕様

›   サービス

3 mm 500 µm 2.2 mm
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ZEISS X線顕微鏡のアプリケーション例： 
ライフサイエンス

一般的なタスクとアプリケーション例
コンテキストを失うことなく、大型生体試
料の細部を観察するには常に困難が伴いま
す。X線顕微鏡では、繊細な生体試料（石
灰化組織、軟組織、個々の臓器／オルガノ
イド、植物の組織など）を高コントラスト
かつ高分解能で 3Dイメージングすること
ができます。試料を切除して細胞レベルま
で破壊することなく、試料内部の組織学的
観察が可能になります。

特に Xradia 630 Versaは、最高レベルの分
解能と画質が求められる場合に最適です。

ZEISS Xradia 600シリーズ Versaのメ
リット
• Resolution at a Distance（RaaD)機能によっ
て、複数の長さスケールおよび高分解能
で試料全体をイメージング可能。骨、臓器、
植物または生検組織などの試料を、分解
能を妥協せずにインタクトな状態で観察

• DeepScoutで大型試料をイメージングお
よび処理し、これまで達成できなかった
高分解能の画像を作成

• Xradia 630 Versaで取得した高コントラス
ト画像で、重要な構造を確認し、電子顕
微鏡のより高い分解能で失敗なくセグメ
ンテーションを行い正確に位置を同定

心臓などの臓器の高分解能・高コントラストの X線顕微鏡イメージングによって、組織構造に関する貴重な洞察を得て、病態や遺伝
子モデル間の違いなどを比較することができます。上の試料は、ラットの心臓（対照動物）を 2つの異なる分解能でイメージングし
たものです。コントラストが強調された内部の血管構造を確認できます。Dragonfly Proを用いた 3D再構成では、低分解能と高分解
能の両方でイメージングが可能です。イメージングの全プロセスにおいて、心臓は低融点アガロースが入ったファルコンチューブに包
埋され、試料内の水分を維持しました。試料ご提供 : The University of Radboud, NL

眼の健康状態を調べて理解を深め、洞察を得ることで、眼
の疾患や病態に対する治療の開発が可能になります。ここで
は、内部構造を確認し、その仕組みに対する理解を深める
ためにブタの眼全体をイメージングしました。試料ご提供：
Prof Rachel Williams, Dr. Brendan Geraghty, Dr. Victoria Kearns, 
Valentin Pied and Dr. Julia Behnsen, University of Liverpool, UK. 
Drishtiを用いてレンダリングした画像。



›   概要

›   特長

›   アプリケーション

›   システム構成

›   技術仕様

›   サービス

1 mm

100 µm

4x 20x

100 µm

1 mm
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ZEISS X線顕微鏡のアプリケーション例： 
ライフサイエンス

種子は硬くコンパクトな構造をしており、試料を物理的に切断せずにその内部をイメージングするのは困難です。XRMを使用すれば、試料を破壊することなく内部構造を確認できるため、種子をまるご
との状態で観察可能です。この画像は、2種類の倍率で小麦粒をイメージングしたものです。3D再構成した断面が細胞レベルの分解能で内部構造を示しています。ご提供：Kim Findlay, John Innes Centre, 
Norwich, UK

脳などの軟組織試料を XRMでイメージングし、3D構造マップを作成することで、光学顕微鏡や電子顕微鏡などの他の研究アプロー
チのためのコンテキストが得られます。この試料は、マウス脳の 3Dデータセットからのシングル断面です。ZEISS Xradia 630 Versa 
XRMの 40X-P対物レンズでイメージングし、ZEISS DeepReconで再構成を行いました。反転 LUTが適用されています。試料ご提供：
Dr. Kevin Boergens, the University of Illinois at Chicago, US

X線イメージングは、骨の健康状態や疾患の変化を理解する
ために形態計測を行う上での基礎となるものです。この試料
では、マウスの長骨の海綿骨をセグメンテーションしました。
XRMの高分解能・高コントラストにより、これを骨の階層構
造を探るマルチスケール実験や、構造的・力学的特性を同時
に評価する in situ試験と組み合わせることができます。試料
ご提供：Danny Wescott, University of Texas at San Marcos, US. 
ORS Dragonfly Pro Bone Analysisモジュールを用いてレンダリ
ング。



›   概要

›   特長

›   アプリケーション

›   システム構成

›   技術仕様

›   サービス

30 mm
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ZEISS X線顕微鏡のアプリケーション例： 
工業検査および品質管理 

一般的なタスクとアプリケーション例
• 様々な構成部品の機能および適合性を、
組み立てられている状態で非破壊的に 
調査

• 微細構造解析および品質管理を目的とし
た製造部品の高分解能イメージング

• コンピュータ支援設計（CAD）モデルま
たはマスター部品と比較することを目的
とした 3Dイメージング

• 製造開発およびリバースエンジニアリン
グで 3D画像データから CADモデルを 
製作

• プラスチックおよび金属部品内の欠陥、
粒子の介在物、クラックおよび望まない
多孔率の検出

• 触覚・光学的検査では確認できない内部
構造の非破壊的解析

ZEISS Xradia 600シリーズ Versaの 
メリット
• Scout-and-Zoom技術によって、機器を破
壊または分解することなく部品の内部構
造を迅速に評価

• より高速なスループットで、製造部品や
組み立て後の機器の質の高い検査が可能

• クラス最高レベルのサブミクロン分解能
により、部品の微細構造を解析し材料特
性を評価

医療機器の乾燥粉末吸入器の X線顕微鏡スキャン。フラットパネル検出器を用いて取得した仮想断面画像（左）と 3Dレンダリング
（右）。左側の異なるグレースケール値は、吸入器内の異なる密度の材料に対応しています。

吸入器内の粉末の微細構造の詳細を示す X線顕微鏡スキャン。フラットパネル検出器を用いて、当該機器をフルスキャンして取得し
たクリッピング 3Dレンダリング。2D仮想断面（拡大画像）は、4倍レンズでスキャンして取得したものであり、吸入器内の混合粉
末における複雑な微細構造を示しています。



›   概要

›   特長

›   アプリケーション

›   システム構成

›   技術仕様

›   サービス

14127

4

8

213

1

10
9

3

11

6 5
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ZEISS Xradia 630 Versa：柔軟なイメージングソリューション

2 X線源
• 高出力／高速起動の透過式密閉管を用いた X線源
（30～ 160 kV、最大 25 W）

3 コントラスト最適化検出器システム
• 異なる倍率の対物レンズを複数備えた検出器タレッ
トおよび最適化されたシンチレーターを搭載し、最
高のコントラストを実現する革新的なデュアルス
テージ検出器システム

• 2000 x 2000ピクセル、ノイズ抑制電荷結合検出器
• 広視野と高いスループットの顕微鏡でイメージング
する拡張フラットパネル（FPX）オプション

• 最大 450 nmの空間分解能および 160 kVで 500 nm
の分解能を有する 40X-Prime対物レンズ（オプション）

4 高分解能を実現するシステムの安定性
• 花崗岩ベースによる振動絶縁
• 熱環境の安定化
• 低ノイズ検出器
• 特許取得済みの高度な安定化機構

5 多種多様な試料サイズや用途に対応するシステム
の柔軟性

• 可変的なスキャンジオメトリ
• 調整可能なボクセルサイズ
• 吸収コントラストモード
• 位相コントラストモード
• 0.4倍と4倍の対物レンズで横方向のトモグラフィー
のボリュームを増やす広視野モード（WFM）

• 複数のトモグラフィーを縦につなぐ Vertical Stitching
（縦方向画像スティッチング）

• 機械学習を利用して画像のポストプロセスとセグメ
ンテーションを行う ZEISS ZEN AI Toolkit （オプション）

6 ZEISS SmartShieldによる試料の保護とセット
アップ最適化

• NavX制御システム内に完全に統合された高速保護
膜作成機能

• 3Dでの試料と機器の安全性
• 実験設定時のオペレーターの業務効率向上
• 透明な、反射する試料向けの半手動式 

ZEISS SmartShield Lite

1 ハイスループット X線顕微鏡
• Resolution at a Distance（RaaD）2.0搭載 

ZEISS Xradia 630 Versa
• 材料の識別とデュアルエネルギー解析を行うデュア
ルスキャンコントラストビジュアライザ（DSCoVer）

• イメージングを高速化し画質を向上させる高アスペ
クト比トモグラフィー（HART）

• 3D結晶粒情報をビジュアライゼーションするオプ
ションの回折コントラストトモグラフィー（LabDCT）
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ZEISS Xradia 630 Versa：柔軟なイメージングソリューション

9 試料ステージ
• 超高精度の 4軸（x, y, z, θ）試料ステージ
• 最大搭載重量 25 kg

10 X線フィルター
• 24枚のフィルター容量とカットアウトで最高スルー
プットの「フィルターなし」イメージングを実現す
る、自動フィルターチェンジャー（AFC）

• フィルター 13枚付属
• カスタムフィルター（別注）

11 In Situ 4Dソリューション
• Resolution at a Distance（RaaD）による優れた in situ
イメージング

• Debenステージ向けの内蔵型 in situレシピ制御
• In Situインターフェースキットオプション
• 別注でカスタム in situフローインターフェース 
キットを提供

12 インスツルメントワークステーション
• 迅速な再構成を可能にするパワーワークステー 
ション

• デュアル CUDAベースの GPU
• マルチコア CPU
• 24インチの 4Kディスプレイモニター

13 NavXユーザーエクスペリエンス
• 人間中心設計に基づいた X線制御システム
• ガイダンス付きのシームレスな統合ワークフロー
• 多様なパラメータを可視化したガイダンス
• Integrated File Transfer Utility（FTU）でユーザー 
ワークステーションにデータを自動転送

• 相関ワークフローをサポートするガイダンス

14 ソフトウェア
• 画像取得：NavX制御システム
• 再構成：Scout-and-Scan Reconstructor
• ビューア：TXM 3 DViewer
• 装置の機能を拡張する XRM Python API
• 各種 3Dビューアや解析ソフトウェアプログラムと
互換性があるアウトプットデータ

• 3Dビジュアライゼーション＆解析用の 
ORS Dragonfly Pro（オプション）

7 性能強化オプション付きの Advanced 
Reconstruction Toolbox

• ZEISS DeepScout：全視野での分解能およびスルー
プットで、100倍速の再構築を実現

• ZEISS DeepRecon Pro：AIベースの再構成技術を用
いて、独自の半反復／反復試料ワークフローで最
大 10倍のスループットまたは高画質を達成

• ZEISS OptiRecon：最大 4倍のスループットまたは高
画質の反復再構成が可能に

• ZEISS Material-Aware Reconstruction Solution（MARS）：
高度減衰試料に対して線質硬化の影響を軽減

• ZEISS PhaseEvolve：密度が低～中程度の試料または
高分解能イメージングアプリケーションでコントラ
ストとセグメンテーションが向上

8 オートローダーオプション
• ユーザーの作業を減らして生産性を最大化
• 最大 14個の試料ステーションの操作をプログラム
可能

• 大量・繰り返しスキャンの自動化ワークフロー
• NavXのガイダンスと組み合わせることで、データ
の遠隔処理が容易に
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技術仕様

イメージング ZEISS Xradia 630 Versa ZEISS Xradia 620 Versa ZEISS Xradia 610 Versa ZEISS Xradia 515 Versa

空間分解能 a

（ZEISS Xradiaの分解能テストター
ゲット）

0.45 µm 0.5 µm 0.5 µm 0.5 µm

分解能 b

（ZEISS Xradiaの分解能テストター
ゲット：160 kV、1.3 mm Al）

0.5 µm

Resolution at a Distance
（RaaD ™）c

（作動距離：50 mm）

20X対物レンズ 40X-P対物レンズ 1.0 µm 1.0 µm 1.0 µm

標準 オプション

1 µm 0.7 µm

最小達成可能ボクセル d

（最大倍率時の試料における 
ボクセルサイズ）

40 nm 40 nm 40 nm 40 nm

X線源

アーキテクチャ 透過式密閉管、高速起動 透過式密閉管、高速起動 透過式密閉管、高速起動 透過式密閉管

電圧範囲 安定したスポットサイズ：30～ 160 kV 30～ 160 kV 30～ 160 kV 30～ 160 kV

最大出力 25 W 25 W 25 W 10 W

コントラスト最適化検出器システム

ZEISS X線顕微鏡（XRM）は、異なる倍率の対物レンズを複数備えた革新的な検出器タレットを装備。各対物レンズには最適化されたシンチレーターを搭載しており、最高レベルの吸収コントラストで 
細部を明らかにします。

標準
オプ
ション 標準 オプション 標準 オプション 標準 オプション

対物レンズ＆検出器 FPX 0.4x 4x 20x 40X-P 0.4x 4x 20x FPX 40x 0.4x 4x 20x FPX 40x 0.4x 4x 20x FPX 40x

空間分解能 12 µm 20 µm 1.9 µm 0.9 µm 0.45 µm 20 µm 1.9 µm 0.9 µm 12 µm 0.5 µm 20 µm 1.9 µm 0.9 µm 12 µm 0.5 µm 20 µm 1.9 µm 0.9 µm 12 µm 0.5 µm

最大 3D視野（FOV） 140 mm 50 mm 6.5 mm 1.3 mm 645 µm 50 mm 6.5 mm 1.3 mm 140 mm 645 µm 50 mm 6.5 mm 1.3 mm 140 mm 645 µm 50 mm 6.5 mm 1.3 mm 140 mm 645 µm

広視野モード、最大 3D FOV 90 mm 11 mm 90 mm 11 mm 90 mm 90 mm

ステージ

試料ステージ（積載容量） 25 kg

試料ステージ駆動距離（X、Y、Z） 50 mm、100 mm、50 mm

ステージの駆動範囲（ローテーション） 360º

X線源の作動距離、Z方向 e 190 mm

検出器の作動距離、Z方向（対物レンズ） 290 mm

検出器の作動距離、Z方向（FPX検出器） 250 mm

a) ZEISS Xradia 2D分解能テストターゲット、通常視野モード、オプションの 40X-Prime対物レンズで測定された空間分解能。
b) 160 kV、LE6 X線源フィルタ（AIの 1.3 mm相当）を用いて、ZEISS Xradia 2D分解能テストターゲット、通常視野モードで測定された空間分解能。
c) RaaD ™の作動距離は回転軸周り（試料半径）のクリアランスとして定義。ZEISS Xradia 2D分解能テストターゲットで測定された分解能。
d) ボクセルは、分解能と関連はあるがそれを決定するものではない幾何学的用語。ここでは比較のためにのみ用いる。ZEISSでは分解能を、機器の解像度を総合的に測定した実測値である Versa XRMの空間分解能によって規定。
e) Z方向は、X線ビームパスに沿った方向として定義。
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技術仕様

特長 ZEISS Xradia 630 Versa ZEISS Xradia 620 Versa ZEISS Xradia 610 Versa ZEISS Xradia 515 Versa

NavX User Experience
（File Transfer Utilityを含む）

•

Scout-and-Scan ™ 制御システム • • •

Scout-and-Zoom NavXの Volume Scout 手動または DF Proを使用 手動または DF Proを使用 手動または DF Proを使用

Vertical Stitch（縦方向画像スティッチ） • • • •

XRM Python API • • • •

自動フィルターチェンジャー（AFC） フィルタースロット：24
標準フィルター：13

フィルタースロット：24
標準フィルター：12

高アスペクト比トモグラフィー（HART） • •

デュアルスキャンコントラスト 
ビジュアライザ（DSCoVer）

• •

回折コントラストトモグラフィー用 
ZEISS LabDCT Pro

オプション オプション

広視野モード 0.4xおよび 4x 0.4xおよび 4x 0.4x 0.4x

GPU CUDAベースの再構成 デュアル デュアル デュアル シングル

ZEISS SmartShield SmartShield、SmartShield Lite • • •

ZEISSオートローダー オプション オプション オプション オプション

In Situインターフェースキット オプション オプション オプション オプション

ZEISS Metrology Extension（MTX） オプション

ソフトウェア

ZEN AI Toolkit（Intellesisを含む） オプション オプション オプション オプション

ORS Dragonfly Pro オプション オプション オプション オプション

Advanced Reconstruction Toolbox

ZEISS ART AI Supercharger
（DeepRecon Proa + DeepScoutb）

オプション オプション オプション オプション

ZEISS ART再構成パッケージ 
（DeepRecon Pro + OptiReconc）

オプション オプション オプション オプション

ZEISS ARTコントラストパッケージ 
(PhaseEvolved + MARSe)

オプション オプション オプション オプション

a) 深層学習を用いた再構成により、反復ワークフローにおいて優れたスループット（最大 10倍）と高画質を実現
b) 広視野における高分解能イメージングのための DeepScout再構成エンジン
c) スループット（最大 4倍）または画質を向上させる反復再構成
d) 位相フリンジを除去して画質を向上させるスマートアルゴリズム
e) ビームハードニングアーチファクトを軽減して画質を向上させるMaterial Aware Reconstruction Solution（MARS）



515 Versa 520 Versa 620 VersaContext microCT CrystalCT 610 Versa 630 Versa

ZEISSお客様第一主義：継続的な改善とアップグレードオプション

Xradia 600シリーズ Versaは、これまでにない拡張性と万全のサポート体制で投資効果を
高め、お客様に常に最新のソリューションをお届けします。

ZEISS X線顕微鏡の多くは、お客様が初期投資を回収できるよう、将来のイノベーションや開
発の進歩に合わせてアップグレード・拡張可能な設計になっています。これにより、最先端
技術の進歩とともに顕微鏡の性能を進化させ続けることが可能になります。これは、3D X線
イメージング業界における重要な差別化要素の 1つです。

Xradia Context microCTを始め、Xradia 515/520/ 610/620 Versaでは、既存のシステムを現場
で最新の X線顕微鏡に更新することができます。ZEISSでは新しいモジュールが絶え間なく開
発されており、施設での機種変換に加えて、ご使用の機器をアップデートすることで、in situ
試料環境、ユニークなイメージングモダリティ、生産性向上モジュールなどの高度な機能を
ご利用いただけます。また、定期的なソフトウェアのメジャーリリースには、既存の機種でも
利用できる重要な新機能が含まれており、お客様の研究能力を強化します。

Coming soon
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Carl Zeiss Microscopy GmbH
07745 Jena, Germany
microscopy@zeiss.com
www.zeiss.com/630-versa

Carl Zeiss Co., Ltd.
2-10-9 Kojimachi, Chiyoda-ku
Tokyo, 102-0083, Japan
Phone: + 81-570-02-1310
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